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回目

：；；はんだ技術芸

・市場の先端ニ ー ズに対応する

弘輝の取り組み

近年、電子機器の接合に対する市場要求が多
様イむしている。モパイ ル市場では小型他に伴
い、狭ピッ チ・微細接合が進み、ウエ ア ラ ブル
端末市場では軽量佑に伴う耐熱性低下から低い
接合温度で実装され、車載市場ではエンYン制
御による電子制御や、電気・ハイ ブリッド車に
お砂るパワ ーモジュ ールの高機能化により、従
来より長寿命で信頼性の高い接合材潤カ寝求さ
れるようになっている。一方で、環境に対する
要求も2000年以降急速に増加し、RoHs指令公
布によるはんだ、のPbフリ ーイじが推進され、近
年ははんだ付けに使用するフラックスのハロゲ

ンフリ ーの需要も高まっている。
弘輝はそれら市揚の先端ニーズにいち早く対

応し、種々の製品を世に送り出してきた。今回
は、特に要望の高い、標準Pbフリ ーはんだS
AC305合金ペーストの「ハロゲンフリーソル
ダペーストS 3 X58:...M501Jおよび、パナソニ

ック（株）のはんだ合金技術と弘輝のフラックス
技術で製品イちした「車載向け高信頼性は人ノだ合
金SB6NXJの概要を紹介する。

．ハロゲンフリ ー ソルダペースト

S3X58-M501 

環境を配慮したハロゲンフリ ーへの動きが電
子材制業界として進んでいる。ハロゲンは金属

ー酸佑膜を効率的に除去できるためハロゲンフリ
ーでの高漏れ性能を発現することは従来困難で
あった。高濡れ性能を発現するためには、ハロ
ゲン以外の活性成分を多量に添加する必要があ

ハロゲンフリ ー ソルダペーストと車載向け高信頼性はんだ合金
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コーティング効果により、 活性成分
は不活性化されており、 安定化

加熱iこよりコーティング効果が無くなり、
予熱温度域で初めて活性化され酸化物
を還元。優れた溶融性を示す

〔図1〕カプセル化技術（モデル図）

るが、この場合貯蔵中にはλノだ粉と活性剤が過
剰に反応し消費されるととによる濡れ性の低下
や貯蔵安定性の低下、加熱後残溢中に活性剤が
多量に残留することによって絶縁信頼性が低下
することは避けられないものであった。弘輝で
は常温での反応性を抑えた形で活性剤を添加す
る方法（カプセル化技術〉で上記の不具合に対
処した。貯蔵中の反応による活性郎防消費を
軽減することで多量添加の必要がなく、加熱時
に活性剤成分が放出され、効率的に金属表面の
酸他膜を除去することができる。反応後、活性
剤は残さ中で再び不活性イじするため絶縁性、腐
食耐性といった信頼性確保に有効である（図
1 ） 。

。酸化処理金属への優れた濡れ性
大気リ フロー対応ソルダペーストS 3X58-

M501はハロゲンフリ ーでありながら、各種酸
他処理基板に対して優れた濡れ性を示す。活性

I> 

リフロー後、残、透中で
再び不活性化
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従来品
酸化皮膜を還元しきれずCu
の変色が取りきれていない

S3X�8-M501 
予熱段階で酸化皮撲を除去 、

清浄なCu面が確認できる
〔図3〕酸化処理金属板への濡れ性
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る。
一般的なSn基はんだ合

,· .、車、 金は、接合界面でSnを合
慌て:I＼！＇ムむ佑合物＜IMC） 層を形

)lf!T/\t 成する。とのIMCは延性
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芯 に乏しく強度が著しく高い
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． セラミックス材料のような

:\it�緩i 挙動を示すため、これが振
J却唱，：：.i:, 動、衝撃や熱疲労における

応力集中部となり、破壊の
基点になることがある。

従来の高In系はんだで
は、E NI G表面処理材料
に接合することで、本来の
信頼性を維持できない現象
が見られた。これは、はん
だ接合時に無官解Ni層の
表層がはんだに溶融した際
に、無電解N i層に含まれ
る微量Pがはんだ中の工n
と反応し、In-P層を形成
することで信頼性の低減を
引き起こすものであった。

パナソニック（株）では従
来品に界面安定他のために
C uを添加したSB6NX 
を開発し、In-P層形成を
抑制することに成功した。
これは、は人ノだ接合時に接
合界面にCuを含む佑合物
層を形成することで、無電
解N i層のはんだへの溶出
を抑制し、結果としてIn­
P届の形成を最小限に抑え
ている。BGA搭載基板で
選議落下衝撃試験によりE
NI G表面処理基板におげ

る従来の高Inはんだ合金とSB6N Xの破壊
モードを比較するとその差がより明確になる。

従来品で実装した場合、E NIG処理基板側
の接合界面で破断し、SB6NXで実装した揚
合はBGA部品側の接合界面で破断する。

このことから、SB6NXはENIG表面処
理晶に対する接合界面組織に対しても接合強度
を低下させず、表面処理に依存しない接合信頼
性を達成している（図7、8) 0 

OSB6N×のはんだ製品ラインアップ
弘輝は、SB6N X合金のはんだ製品とし

て、標準ソルダペースト製品である「SB6N 
X58-500S I Jをはじめ、残誼ク ラックレス技
術を組み合わせたfSB6NX58-N300」、濡
れ特性とはんだブリッ ジ を改蓄したやに入りは
んだ rs B 6NX-72MJをラインアップに加
え、お客さまのと要望にお応えしていく。

し評議＂：［岡崎駒

官習内品（図4〕微細溶融性、真論への濡れ上がり〔図2〕予熱時の酸化還元作用
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〔図的様々な部品で低ボイドを実現
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はんだが酸他されにくいことで継続的に流動
性を維持しボイドを排出し続切る。そのため、
パワートランジスタおよびQ F Nといった大型
部品からチップ部品やBGA、LGAまで低ボ

イドを実現しているく図5）。
。ハンドリング性、信頼性
貯蔵中の増粘を抑制し、乾燥に強いことから

印刷安定性に優れている。活性剤添加量が適E
佑されていることから加熱溶融後は低腐食性か
つ高い電気絶縁性を示す。このようにハンドリ

ング性、接合信頼性、接合後信頼性を見ると従
来ハロゲンフリ ーソルダペーストの中でも秀で
た性能を有していると言える。

．車載向け高信頼性

はんだ合金S86NX

に対し闇溶しやすい元繁を適切な量を添加する
ことで、延性の低下を抑えて機械的強度の向上
を図っている。

パナソニック（株）にてB i、Inを有効に添加
したはλノだ、合金（JPN PAT .#3040929) 
が開発され、弘輝のフラックス技術と組み合わ
せることで、Sn-3.5Ag-6I n-0.5B iはんだを製
品他し、 ． 約5年前から販売してきた。しかしな
がら、Inを多く含むはんだは接合対象の表面
処理によっては信頼性に影響を受切ることがあ
り、本稿ではその点を改善した最新のはんだ‘合
金SB6NX (Sn-3.5Ag-6 I n-0.5Bi-0.8 
Cu) (JPN PAT. #5280520）について説
明する〈図6）。

。接合界面の組織安定化による信頼性向上
はんだの接合信頼性ははんだ合金だけでな

く、接合後の界面組織の状態に大きく依存す

剤成分は低温領域から活性力を発動するものか
ら高混領域で作用するものまで様々ある。低温
領域では予熱での金属表面近傍の酸他膜を除去
する効果がある。高温領域でははんだ溶融時の
酸化膜除去や再酸佑の抑制効果として機能する
ことで濡れ性への影響が大きい。M501では低
温から高温域まで効果的に活性剤を配置し最適
佑した。さらに前述したカプセル効果により予
熱段階で活性力が発動し金属酸化膜が除去され
ることで、本加熱で十分に濡れ性を発現するこ
とができる。

150℃のオーヲンで16時間酸他処理を施した
各種金属基板への濡れ広がり性試験では、従来
品はディウェッティングが発生していることに
対し、M501は良好な濡れ広がりを示す。濡れ
不良が発生しやすい0603サイズチップ部品やC
s Pバンプなどの微細部の濡れ性、パワ ードラ

ンYスタやQ F Pといったリード部品に対して
もしっかりと濡れ上がり接合信
頼性を確保する。このように表
面状態が好ましくない部品や基
板を使用した場合でも安定した
実装が可能となる〈図2、3、
4）。

0様々な部品に対するボイド
低減効果

M501はボイド低減に対して
効果酌な設計をしているため、
従来のハロゲンフリーソルダペ

I l ーストの中でも低ボイド性に鑑

三Jγ‘ 11 れている。
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ヲ」－－－－�II剤の揮発の他に活性剤成分の分
』－ s 九 E l解ガス、金属酸化膜除去による

還元水ガスが発生する。溶融時
にはんだが酸化反応を受け続け
ることで還元ガスが発生するこ
と、酸イじを受けはんだの流動性
カ3低下しボィιドカ場ド出されにく
くなることからボイドが増加し
ていた。

金属表面に対して濡れ；広がり
性に優れた添加剤を導入するこ
とでディウエッティング箇所が
なく気泡が残留しない。耐熱性
活性剤を導入することで溶融は
んだの表面が被覆され、はλノだ
の再酸佑が抑制されるととによ
って還元ガスや活性剤の分解ガ

スが低減した。

弘輝はペーストフラックス開発だけでなく、
新たなはんだ合金の開発や採用
に積極的に取り組んで、おり、最 」
新の高信頼性はんだ合金SB6 
NXについて紹介する。

エンジン周りの環境は氷点下
からエンジン駆動温度までの温．
度差に繰り返しさらされること
で、はんだ組織・接合界面は著
しく変他し、熱疲労による接合
部破鹿に至る。E C Uなどのエ

ンジン周囲に使用されるはんだ
は民生晶に比べ、接合寿命が長
いはんだ合金が求められてお
り、特に冷熱サイク ル耐久性が
重要になっている。

SA9305以上の耐久性にす
るために、機械的特性を改善す
る必要がある。その手段として
園溶強他に着目し、Sn基合金

〔図7〕ENIG表面処理基板接合界面におけるP濃化層の成長抑制
上段：SEM像 下段：EDXによるP元素マッピング分析

左：従来品、 右：S86NX · 
150℃×500時間保持後において

・弘輝の製品開発体制

今回紹介した製品以外にもソルダベーストを
中心として、より高混耐久接合材、、極低ボイド
など、より特佑した製品開発も行っている。多
くのお客さまの先端ニ ーズにいち早く対応出来
るよう、将来的に高まってくるであろう需要を
見すえた製品開発体制を整えている。

＜（株）弘輝＞

基板側破3裏，

〔図8〕界面安定化元棄による笛撃耐久性向上
左：従来品、 右：SB6NX

ENIG基板－BGA (SAC305ボール）接合部
150℃×500時間保持後において
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